
半导体全氟醚密封解决⽅案
Semiconductor Product Selector Guide

产品选型表 Product Selection Guide

⼯艺类型
Process�Type

耐温范围
Temperature�

典型⼯艺环境
Typical�Process�
Environment

产品推荐
Recommended

ProductsRange

等离⼦体
制程

Plasma�
Process

热制程
Thermal�
Process

湿制程
Wet�

Process

⾦属有机化学⽓相沉积
Metal-organic�CVD����
原⼦层薄膜沉积
ALD���������
低压化学⽓相沉积
LPCVD

≤280�℃

TMA, MAH, TEOS, WF , 6

SiH ,SiH Cl , HF, F , Cl , 6 2 2 2 2

ClF , NF , H O(g), O , O3 3 2 2 3

TMS, TEOS, SiH , NH , 4 3

,O , N O, NF2 2 3PH3

TEOS, SiH , NH , 4 3

SiF , O , C F , N O, 4 2 2 6 2

NF , CF3 4

TEP,  TEOS, O , NF3 3

N H , CHF , HBr, BCl , 2 2 3 3

CCl , Cl , NF4 2 3

N , O , H O, HCl2 2 2

UPDI, SPM, SC1, SC2, 
O , HF(40%)3

HNO , HF, HCl, UPDI2

Organic Acids, NMP 

NMP, MEA, HDMS, DMSO

CuSO  Solution      4

H SO , H O2 4 2 2

70T01�
70T02
65W01

75W01

70T01�
75B01�

70B01

等离⼦增强型化学⽓相沉积
PECVD
原⼦层薄膜沉积
ALD

⾼密度等离⼦体化学
⽓相沉积
HDPCVD

次常压化学⽓相沉积
SACVD

氧化
Oxidation����
扩散
Diffusion

湿法清洗
RCA�Clean

刻蚀
Etching

光刻
Photolithography

去胶
Stripping

电镀
Copper�Plating

⼲法刻蚀
Dry�Etch

Laboratory�Competence

70T01�
70T02
65W01

≤280�℃

≤230�℃

≤280�℃

≤310�℃

≤310�℃

≤230�℃

≤230�℃

≤230�℃

≤230�℃

≤230�℃

70T01�
70T02
65W01



材料拥有极低材料放⽓率，适⽤于半导体⾏业中对⽓体压⼒变化及其均
匀性敏感的⼯况。

70T02

73.4

17.6

256

280

40(200�℃*70h)

70T02

琥珀⻩⾊颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color

优异的物理机械性能

出⾊的耐⾼温性能

⾼洁净度、低⾦属离⼦

精准的产品尺⼨控制

75W01

⽩⾊降低红外吸收

优异的耐等离⼦体性能

出⾊的耐臭氧⽼化性能

优异且稳定的压缩永久变形

Amber

70

16

150

230

25(200�℃*70h)

75W01

⽩⾊
White

等离⼦增强型化学⽓相沉积�PECVD
原⼦层薄膜沉积�ALD
⾼密度等离⼦体化学⽓相沉积�HDPCVD
⼲法刻蚀�Dry�Etch
⾦属有机化学⽓相沉积� �Metal-organic�CVD
低压化学⽓相沉积�LPCVD
氧化�Oxidation
扩散�Diffusion

推荐应⽤场合 Suggested Application关键属性 Features

材料性能典型值 Material Properties

材料性能典型值 Material Properties

推荐应⽤场合 Suggested Application关键属性 Features

材料性能典型值 Material Properties 材料性能典型值 Material Properties

推荐应⽤场合 推荐应⽤场合Suggested Application Suggested Application关键属性 关键属性Features Features

次常压化学⽓相沉积

⽓密封

⾼氟氧环境

SACVD

Air�sealing

An�environment�with�oxygen�and�fluorine�plasma

推荐应⽤场合 Suggested Application关键属性 Features 推荐应⽤场合 Suggested Application关键属性 Features

⽩⾊降低红外吸收

出⾊的耐⾼温性能

优异的压缩永久变形

耐等离⼦⾃由基

等离⼦增强型化学⽓相沉积

原⼦层薄膜沉积

⾼密度等离⼦体化学⽓相沉积

⼲法刻蚀

74

⾦属有机化学⽓相沉积

原⼦层薄膜沉积

低压化学⽓相沉积

氧化

扩散

湿法清洗

刻蚀

光刻

去胶

电镀

材料性能典型值 Material Properties 材料性能典型值 Material Properties

颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color
颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color

25(200�℃*70h)

20(200�℃*70h)
45(300�℃*70h)

颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

最⾼使⽤温度（℃）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color

Maximum�OperatingTemperature(℃)

颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color

25(200�℃*70h)

颜⾊

硬度（Shore�A）

拉伸强度（MPa）

扯断伸⻓率（%）

压缩永久变形（%）
Compression�Set(%)

Hardness�(Shore�A)�

Tensile�Strength(MPa)

Elongation(�%)

Color

20(200�℃*70h)
40(300�℃*70h)

适应⾼温场合

最⾼使⽤温度（℃） 最⾼使⽤温度（℃）
Maximum�OperatingTemperature(℃) Maximum�OperatingTemperature(℃)

最⾼使⽤温度（℃）
Maximum�OperatingTemperature(℃)

最⾼使⽤温度（℃） 最⾼使⽤温度（℃）
Maximum�OperatingTemperature(℃) Maximum�OperatingTemperature(℃)

280

放⽓率 Outgassing�rate

The material has an extremely low outgassing rate.making it suitable for 
working conditions in the semiconductor industy that are�sensitive�to changes�
in� gas pressure and its uniformity.

F

耐等离⼦体性能
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